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Металлокерамические корпуса типа КТ
В. Поздеев 1, Ш. Шугаепов 2

Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов» – активно 
развивающееся предприятие республики Марий Эл. Основной акцент сделан  
на разработку и освоение в производстве новых типов металлокерамических 
корпусов для интегральных микросхем, отвечающих современным 
требованиям микроэлектроники.

Р езультаты, достигнутые предприятием, нагляд-
но доказывают, что в России можно производить 
качественную конкурентоспособную продукцию. 

Большую долю рынка металлокерамических изделий 
в  России занимают металлокерамические корпуса спе-
циального назначения для интегральных микросхем и по-
лупроводниковых приборов производства АО «ЗПП».

До недавнего времени компания АО «ЗПП» выпускала 
металлокерамические корпуса типа КТ, которые, в отли-
чие от  новых разработок, имели планарное расположе-
ние выводов и высокое сопротивление проводников. Сей-
час на предприятии освоено производство металлокера-
мических корпусов МК КТ-118-1, МК КТ-119-1, МК КТ-95В-1, 
МК  КТ-95С-1 для силовых интегральных схем, имеющих 
конструктивные особенности, позитивно влияющие 
на  значения основных параметров металлокерамиче-
ских корпусов (рис.  1). Для примера приведены общий 
вид, габаритные, установочные и  присоединительные 
размеры корпусов МК КТ-119-1 и МК КТ-95В-1 (рис. 2 и 3).
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Рис. 1. Металлокерамические корпуса типа КТ

Рис. 2.  

Общий вид,  

габаритные, 

установочные 

и присоедини‑

тельные  

размеры  

корпуса  

МК КТ‑119‑1



Ф
о

к
у

с
 н

о
м

е
р

а

№8 (00209) 2021 ЭЛЕКТРОНИК А  наука | технология | бизнес  85

КонструКторсКие решения  www.electronics.ru

Рис. 3.  
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Таблица 1. Основные параметры металлокерамических корпусов

Наименование параметра Значение параметра

МК КТ‑118‑1 МК КТ‑119‑1 МК КТ‑95В‑1 МК КТ‑95С‑1

Габаритные размеры тела корпуса, не более, мм 17,4 × 9,4 × 3,96 15,2 × 15,2 × 3,96 16,2 × 11,75 × 3,45 19,4 × 1 × 3,45

Масса корпуса, не более, г 2 2,4 2 3

Размеры монтажной площадки (радиатора),

не менее, мм

3,5 × 4,8 4,9 × 4,9 7,6 × 4,0 9,6 × 6,2

Размеры монтажной площадки (керамической), 

не менее, мм

– – 4,0 × 4,0 4,2 × 4,2

Показатель герметичности корпуса по скорости 

утечки гелия, не более, Па ∙ см3 / с

6,65 ∙ 10–3 6,65 ∙ 10–2

Показатель герметичности по эквивалентному 

нормализованному потоку через паяные  

соединения в основании, не более, Па ∙ см3 / с

1,33 ∙ 10–4

Сопротивление изоляции при напряжении

100 В, не менее, Ом

109 1010

Электрическая прочность изоляции  

(max испытательное напряжение), не менее, В

200 600 1 200

Сопротивление выводов, не более, мОм 2 1

Внутреннее тепловое сопротивление корпуса,

не более, °C / Вт

1 0,55 0,5 0,35

Электрическая емкость проводников,  

не более, пФ

2 0,6 0,8

Электрическая емкость связи, не более, пФ 1 0,3

Максимально допустимый постоянный ток, А 15 40 70

Индуктивность токоведущих дорожек и выводов, 

не более, нГн

15
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Основные параметры металлокерамических корпу-
сов МК КТ-118-1, МК КТ-119-1, МК КТ-95В-1, МК КТ-95С-1 при-
ведены в табл. 1.

Стойкость корпусов МК КТ-118-1, МК КТ-119-1, МК КТ-95В-1  
и МК КТ-95С-1  к воздействию специальных факторов 7.И, 
7.С, 7.К по ГОСТ РВ 20.39.414.2 указана в табл. 2.

Разработка металлокерамических корпусов типа  КТ 
с  конструктивной особенностью  –  цельным выводом 
из  бескислородной меди и  радиатором из  медно- 
молибденового псевдосплава началась в 2017 году. При 
изготовлении первых макетных образцов и  их испыта-
ниях были обнаружены дефекты, вызванные большой 
разницей коэффициентов теплового расширения ис-
пользуемых новых материалов относительно металло-
керамической платы. В ходе детального анализа макет-
ных образцов и проведенных дополнительных тепловых 

и прочностных расчетов были определены параметры, 
которые необходимо учитывать при проектировании 
изделий данного типа, что привело к  существенному 
изменению конструкции изделий и  технологии их из-
готовления.

В ходе работ были разработаны новые для АО «ЗПП» 
технологические процессы, учитывающие особенности 
конструкции данных изделий. Проведенные предвари-
тельные испытания показали правильность выбранных 
конструктивных и  технологических решений. В  резуль-
тате на АО «ЗПП» были освоены новые технологические 
процессы подготовки материалов и  изготовления ме-
таллических комплектующих, а также подготовки их по-
верхностей для сборки и  пайки металлокерамических 
корпусов. Начало серийного производства металлоке-
рамических корпусов типа КТ в АО «ЗПП» –  2019 год.  ●

Таблица 2. Характеристики и значения характеристик специальных факторов

Вид  

специальных 

факторов

Характеристика  

специальных факторов

Значение характеристики специальных факторов

Для корпусов МК КТ‑118‑1  

и МК КТ‑119‑1

Для корпусов МК КТ‑95В‑1  

и МК КТ‑95С‑1

7.И 7.И1 – 7.И7, 7.И10, 7.И11 5Ус –

7.И12 – 7.И15 3Р –

7.И1, 7.И6, 7.И7 – 4Ус

7.С 7.С1 – 7.С5 5Ус –

7.К 7.К1 – 7.К8 2К –

7.К1, 7.К4 – 1К

7.К11 (7.К12) – 60 МэВ ∙ см2 / мг
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